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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, & I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises A jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEX

@® Rapport d’activité de la CEI

Publié¢ annuellement

Reyvision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® 1IEC Bulletin

@ Report on IEC Activities
Published yearly

o Catal(lgue des publications de 1a CEX

Publid annuellement

Terminolqgie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant 4 la
présente pyblication.

En ce qpi concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établic sous forme de
chapitres s¢parés traitant chacun d’un sujet défini, I’
ral étant publié séparément. Des détails complets sulNle V.E.I.
peuvent étrg obtenus sur demande.

7

Symboles| graphiques et littéra

Seuls le

Le recudil complet y
la CEI faif 'objet de 1a igdt

Les symboles littéraux g
font I'objet i

Comité d

L’attentipn dulecteur est attjrée sur la page 3 de la couverture,
qui énuméefe les‘autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

©® Catalogue of [EC Publidations
Published yearly

this publication

[ to IEC Publi-
}bulary (I.EV),

rs each dealing
published as a
wvill be supplied

Graphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols |are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols dqpproved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in I EC Publication 27.

Other TEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the in|

ide of the back

cover, which lists other IEC publications issued| by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

QUATRIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)
MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie: Spécifications

Epaisseurs supplémentaires de 0,7 mm et 1,5 mm pour les supports isolants métallisés
a utiliser avec des trous métallisés et des connecteurs d’extrémité de carte
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FOURTH SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-2 (1970)
METAL-CLAD BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS
Part 2 : Specifications

Additional thicknesses of 0.7 mm and 1.5 mm of metal-clad base materials
for use with plated-through holes and edge connectors
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QUATRIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)

MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxi¢me partie: Spécifications

Epaisseurs supplémentaires de 0,7 mm et 1,5 mm pour les supports isolants métallisés
a utiliser avec des trous métallisés et des connecteurs d’extrémité de carte

Page 28

SPECIFICATION Ne 3: FEUILLE DE PAPIER CELLULOSE EPOXY

RECOUVERTE DE CUIVRE, RESISTANT A LA FLAMME

4.2 Eppisseur
Ajouter

Page 32

5.1 Ap

Ajouter

au tableau les nouvelles épaisseurs suivantes:

D

Epaisseur nominale

Ecarts

N\

\

mm in mm \}Q \ N
- y N

0,7 * 0,028 * 0,09 5%

1,5% 0,059 * 0,004

R

* A utiliser avec les trous métallisés et les (corlnecteu

carte.

-1 ds la CEY)

mg (max.)
0,028 30
0,059 40

DE QUALITE COURANTE

Mé de

YRE,

Page 38

4.2 Epaisseur

Ajouter au tableau les nouvelles épaisseurs suivantes:

Epaisseur nominale Ecarts 4

Larges Serrés
mm in mm in mm l in
0,7 * 0,028 * — — 0,09 * 0,0035 *
1,5* 0,059 * e — 0,12 * 0,0047 *

* A utiliser avec les trous métallisés et les connecteurs d’extrémité de carte.
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FOURTH SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-2 (1970)
METAL-CLAD BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS
Part 2 ; Specifications

Additional thicknesses of 0.7 mm and 1.5 mm Qf metal-clad base materials
for use with plated-through holes and edge connectors

SPECIFICATION No. 3: EPOXIDE CELLULOSE PAPER COPPER-CLAD
LAMINATED SHEET, FLAME RESISTANT GRADE

Page 29

4.2 Thicknefs
Add the following thicknesses to the table:

A

Nominal thickness Deviation LN \
mm - l in mm ‘ \ in \
0.7 * 0.028 * 0. 09 * > 5
1.5% 0.059 * 0. 12 % .00
* For use with plated- through holes and conkie tor

Page 33

5.1 Appeargnce of base material

Water absorption (sub-clanse 4.4%f 1 than, 2
Add the following thicknesses tp™the i

QQ SR mo

0. 0.028 30
.5 0.059 40

Mean measured value of thickness.

DN No. 4: EPOXIDE WOVEN GLASS FABRIC COPPER-CLAD
AMINATED SHEET, GENERAL PURPOSE GRADE

Page 39

4.2 Thickﬁess
Add the following thicknesses to the table:

Nominal thickness Deviation 4+
Coarse Close
mm in mm in " mm in
0.7%* 0.028 * —_ — 0.09 * 0.0035 *
1.5%* 0.059 * — — 0.12 * 0.0047 *

* For use with plated-through holes and edge connectors.
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Page 42

5.1 Apparence du matériau de base
Absorption d’eau (paragraphe 4.4 de la Publication 249-1 de la CEI)

Ajouter au tableau les nouvelles épaisseurs suivantes:

Epaisseur *

mg (max.)
mm in
0,7 0,028 20
1,5 0,059 20

* Valeur moyenne mesurée de ’épaisseur.

SPECIFICATION Ne 5: FEUILLE DE VERRE EPOXY REC
RESISTANT A LA FLAM

Page 48

4.2 Epgisseur

Ajouter qu tableau les nouvelles épaisseurs suivantes:

AL A
Epaisseur nominale < < ° ( \ E&m}s:‘:\/

\I‘arg&\ \ / Serrés
mm ’ in / mm mm in
0,7* 0,028-% % \Z 0,09 * 0,0035 *
1,5%* 0,059 * \ — 0,12 * 0,0047 *

N

es\Nrous yaétallisés & les connecteurs d’extrémité de carte.

Page 52
5.1 Ap]
Absorptior d'e AL 3 4.4 de la Publication 249-1 de la CEI)
Ajouter Sleau~¥ elles épaisseurs suivantes:
Epaisseur *
mg (max.)
mm in
0,7 - 0,028 20
1,5 0,059 - 20

* Valeur moyenne mesurée de 1’épaisseur.
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Page 43

5.1 Appearance of base material
Water absorption (Sub-clause 4.4 of IEC Publication 249-1)
Add the following thicknesses to the table:

Thickness *
mg (max.)
mm ! in
0.7 0.028 20
1.5 0.059 20

* Mean measured value of thickness.

Page 49

4.2 Thickpess
Add the following thicknesses to the table:

Nominal thickness A }VD yiafi

mm
0.7 * 0.09 * 0.0035 *
1.5* 0.12 * 0.0047 *
* For use w
Page 53
5.1 Appes
Water abs
Add the fo
Thickness *
mg (max.)
in
0.7 0.028 20
1.5 0.059 20

* Mean measured value of thickness.
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